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第1章  计算机硬件系统

1.1  计算机硬件系统的组成 

计算机系统组成：硬件系统和软件系统
计算机硬件系统的基本组成（五大部件）：运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。运算器和控制器统称中央处理器（CPU）。
存储器分成内存储器和外存储器两大类。 
CPU、内存储器和连接输入输出设备的接口统称为主机。微机的主机集成在主板上。
外存储器、输入设备和输出设备统称为外部设备。 

中央处理器（CPU） 计算机的中央处理器又称为CPU，它是计算机的核心部分。主要由运算器和控制器组成。 
运算器：实现算术运算和逻辑运算的部件。 
控制器：计算机的指挥系统。控制器通过地址访问存储器，从存储器中取出指令，经译码器分析后，根据指令分析结果产生相应的操作控制信号作用于其他部件，使得各部件在控制器控制下有条不紊地协调工作。 
指令：指挥计算机进行各种操作的命令。指令系统：一台计算机所有指令的集合。 
CPU的性能指标决定于时钟频率（主频）和字长。 主频是指CPU的时钟频率。主频越高，计算机的运算速度就越快。
存储器是计算机中用来存放所有数据和程序的记忆部件，它的基本功能是按指定的地址存（写）入或者取（读）出信息。
计算机中的存储器可分成两大类：一类是内存储器，另一类是外存储器。
存储器由若干个存储单元组成，每个存储单元都有一个地址，计算机通过地址对存储单元进行读写。 一个存储器所包含的字节数称为存储容量，单位有B、KB、MB、GB、TB等。 1 B = 8 bits （1字节 = 8位） 1 KB = 1024 B 1 MB = 1024 KB 1 GB = 1024 MB 1 TB = 1024 GB 
内存：用来存放当前正在使用的，或随时要用的程序或数据，包括ROM和RAM。 主要特点：存取速度快，容量小，价格昂贵。 ROM：只读存储器。特点：只能读，不能写；断电后信息不会丢失。主要用来存放固定不变的基本输入输出程序。 RAM：随机存取存储器。特点：可读可写；但断电后信息全部丢失。 微机内存容量的大小，一般是指RAM的大小。外存：用来存放暂时不用或需保存的程序或数据。当需要使用外存中的信息时，必须将其调入RAM中才能被CPU执行和处理。主要特点：存取速度慢，容量大，价格便宜。 微型计算机的外存一般有：软盘、硬盘和光盘。
格式化：对磁盘进行分磁道和扇区并写上各个扇区的地址标记。格式化后的磁盘产生四个区域：引导区、文件分配表区、文件目录区及数据区。 
硬磁盘存储器（简称硬盘）：由硬磁盘和硬盘驱动器组成。硬盘是按柱面、磁头号和扇区号的格式组织存储信息的。柱面由一组磁盘的同一磁道在纵向上所形成的同心园柱面构成，柱面上的各个磁道和扇区的划分与磁盘相同。硬盘被封闭在一个金属体内，数据在硬盘上的位置通过柱面号、磁头号和扇区号三个参数确定。 微机常用的硬盘有10GB、20G、30G、40G、60G、80G、100G、120G等多种。 
光盘存储器：由光盘片和光盘驱动器构成。目前主要有三种类型的光盘：只读型光盘（CD-ROM)、一次写入型光盘和可擦写型光盘。5.25寸CD-ROM容量650MB～1GB。 计算机的输入设备 输入设备是向计算机中输入信息（程序、数据、声音、文字、图形、图像等）的设备。
输入设备：键盘、鼠标、图形扫描仪、触摸屏、条形码输入器、光笔等。 外存储器也是一种输入设备。 
输出设备：计算机的输出设备主要有显示器、打印机和绘图仪等。
主板：微机采用一种“积木式”的体系结构，主板是一块印刷电路板，有多个长方形的插槽，CPU、内存、显卡、多功能卡等都可以插在主板上。
接口：输入/输出接口电路是微处理器与外部设备之间的信息变换和实现缓冲功能必不可少的部件。 
总线（BUS）：是连接微机各部件之间的一组公共信号线，是计算机中传送数据和信息的公共通道。根据所传送信息的不同，总线分为地址总线（AB)、数据总线(DB)和控制总线(CB)。
1.2  CPU的性能参数指标

CPU(Central Processing Unit:中央处理器）：通常也称为微处理器。它被人们称为电脑的心脏。它实际上是一个电子元件，它的内部由几百万个晶体管组成的，可分为控制单元、逻辑单元和存储单元三大部分。其工作原理为：控制单元把输入的指令调动分配后，送到逻辑单元进行处理再形成数据，然后存储到储存器里，最后等着交给应用程序使用。
主频之路已经走到了拐点。桌面处理器的主频在2000年达到了1GHz，2001年达到2GHz，2002年达到了3GHz。但在将近5年之后我们仍然没有看到4GHz处理器的出现。电压和发热量成为最主要的障碍，导致在桌面处理器特别是笔记本

 HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/desktop_pc_index/subcate27_list_1.html" 电脑方面，Intel和AMD无法再通过简单提升时钟频率就可设计出下一代的新CPU。

面对主频之路走到尽头，Intel和AMD开始寻找其它方式用以在提升能力的同时保持住或者提升处理器的能效，而最具实际意义的方式是增加CPU内处理核心的数量。多核时代开创于2005年春季，其标志是Intel的Pentium D 2=800双核芯片，而AMD紧随其后发布了Athlon 64×2芯片。在第一轮Benchmarks的肉搏战中，AMD获得了很大的优势，而Intel随后在2005年秋季发布的Pentium D 900系列并未对AMD的×2产品线造成实质性反击。
Intel为了重返领导位置而加速了追击，所以AMD的领跑并未持续多久。2006年1月Intel发布了首款双核移动处理器Core Duo，这一全新的处理器为笔记本性能带来了很大进步。继这次成功之后，Intel在2006年夏季同时发布了Core 2 Duo桌面（Conroe）和移动（Merom）处理器，这被视为Intel历史上最成功的产品发布。在Athlon 64×2处理器扳倒Intel的Pentium D芯片后不久，Intel开始把芯片工艺转移到65纳米，并且全球发布了广受好评的Core 2 Duo处理器，接着AMD便发现自己又陷入了熟悉的落后者的角色。AMD在2006年第升级了Athlon 64×2产品线，首次引入65纳米工艺。这两家公司将会怎样扩展刚刚面世的四核技术？
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	2007第四季
	45纳米Penryn平台
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Bearlake芯片组
　　Intel在2008年发布了Bearlake芯片组，它具备1333MHz的前端总线，并且支持包括DDR2-800和DDR3-1333等更快的内存；支持全新的Core 2 Duo处理器——Core 2 Duo E6650、E6750以及E6850。而且Bearlake家族被拆分为具备独立PCI Express显卡插槽的P系列，以及内置集成显卡的G系列。

　　而AMD2008年发布的690芯片组和G35芯片组都支持HDCP，使得主板制造商可以更方便地将其与HDMI视频输出配对。除此之外，Intel在6月份通过将Core 2 Quad Q6400添加到产品线，扩展了主流Core 2 Quad桌面芯片。而低价的四核芯片可以让消费者意识到四核真的有益于主流水平。

　　当时，Inter最令我们兴奋的是Robson技术，它的官方名称为众所周知的Turbo Memory，迅盘。它把闪存集成到主板上，可以储存常用信息的cache，比如操作系统和软件等，因此我们能够在不使用硬盘的情况下启动电脑或者运行程序。Intel的Turbo Memory技术能够有效把电脑的启动时间缩短20%。

	
	所用技术
	内存
	无线网络

	INTEL

	Intel Centrino
(2005 年至2007年)
	单核，双核，二代双核处理器, 英特尔 Mobile Express chipset
	DDR2-667
	802.11a/b/g

	Intel Santa Rosa
(2007年)
	Crestline芯片组800MHz FSB, 2.4GHz Core 2 Duo T7700处理器, Intel Turbo Memory caching技术
	DDR2-800
	802.11n (Draft N)

	AMD

	AMD Kite
(2006年2007年)
	90纳米Turion 64, Turion 64 X2, Sempron处理器, 支持DVI
	DDR2-667
	802.11a/b/g

	AMD Kite refresh
(Q2 2007)
	65纳米Hawk处理器, 混合硬盘, 支持HDMI
	DDR2-800
	802.11n (Draft N), 支持WWAN


2007年第三季度 AMD发布原生四核
　　代码名为巴塞罗那（Barcelona）的四核皓龙（Opteron）服务器与工作站CPU，在07年第三季度，同时这也是AMD全年最重要的发布。巴塞罗那是AMD的第一款原生四核CPU，它拥有全新的架构以及65纳米制造工艺。巴塞罗那对提升AMD现有的Quad FX平台颇有帮助，因为后者的主板可以容纳2块物理双核处理器。采用原生设计的主要优势在于能够通过统一的cache在不同的核心中平衡运算负载，包括允许单核或者双核使用所有的cache，理论上讲，可以大幅提高数据的传输性能。
英特尔高端Bearlake芯片组准备就绪
　　英特尔的主流Bearlake芯片组推出，英特尔七月份Bearlake家族的高端成员X38面世。主要面向游戏爱好者以及硬件发烧友，而X38将会支持1333MHz DDR3内存，并且具备一对PCI Express 2.0图形接口，是目前PCI Express接口数据带宽的两倍，从2.5Gbps提升至5Gbps。这将有效提升3D图形性能，特别是以高分辨率运行的下一代游戏。我们所不知道的是这些双插槽主板是否只支持ATI的交火双显卡模式，就像英特尔的975X主板一样，或者英特尔和Nvidia将会最终走到一起，并且新增对英特尔芯片SLI的支持。自从Nvidia凭借自身的nForce SLI芯片组获得一席之地，从任何角度来讲，英特尔X38芯片组都将证明会被游戏爱好者广泛接受，并且对于内存和图形性能都有提升。

2007年第四季度 英特尔转向45纳米，AMD专注于桌面四核
AMD原生四核速龙（Athlon）桌面处理器。芯片将会使用Barcelona核心。对于AMD而言，引入原生四核桌面处理器至关重要，因为AMD的Quad FX方案无法与英特尔的高速四核Core 2 Extreme或者Core 2 Quad芯片相提并论。
英特尔赢在45纳米。英特尔最高端的45纳米桌面处理器在2007年底之前面世，开发代码分别为Wolfdale（双核）以及Yorkfield（四核）的处理器在2008年初进入主流。在绝大多数方面，这两款产品都拥有更高的能效比，所以Wolfdale/Yorkfield家族可能不会引入重要的技术革新或者性能飞跃。他们都是45纳米处理器，所以英特尔应该能够提供比代酷睿2更高的初始时钟频率以及更大容量的cache，但最具意义的纯技术革新在于引进了被称为SSE 4.0的全新系列多媒体以及性能指令，它将有效提升数据处理效率，并且有望提升处理器的整体性能。

2008年上半年 Puma与Penryn共同面世
　　Socket接口
AMD的下一代四核处理器已经面世，主板接口——Socket AM3——使其性能拥有质的突破。通过添加对1333MHz DDR3内存的支持，Socket AM3接口将会令AMD芯片的性能可以与英特尔Bearlake芯片组相提并论。据我们所知，这款兼容Socket AM3的处理器也适合目前的Socket AM2主板，所以如果我们在今年买了一台AMD平台的电脑，那么即使在明年更换了CPU，也还是可以保留目前的平台。

　　移动平台改进
　　借助在2008年上半年发布的Puma（美洲狮）平台，AMD将会推出一款全新设计的移动处理器，开发代码名为Griffin（狮鹫）。这款CPU拥有电源管理方面的关键进步，它将引入分离电源计划。每一个处理器核心都拥有独立的电源计划，并且在继承的内存控制器和HyperTransport链接下还拥有第三个电源计划。这种设计使得Puma芯片组可以独立地控制每一个电源计划，根据工作负荷分配并且保留电能。除了优化的电源管理之外，Puma内芯片之间的连接也会符合HyperTransport 3.0标准，可以运行在更高的时钟频率上，并且理论上可以更高效地使用内存。新平台的其他技术升级包括最终版的802.11n规格以及DirectX 10，还有AMD的Universal Video Decoder视频解码技术，这项技术能够在芯片组上提供独立的视频处理功能。

　　尽管英特尔仍然对Santa Rosa发布之后的其他计划守口如瓶，最有可能发布45纳米移动版Penryn。特别是酷睿2双核处理器之后，Penryn拥有多项技术进步，将会大幅提升多媒体应用程序性能的SSE 4.0指令就是其中之一。另一项重要进步是英特尔将会使用全新的材料制造晶体管，这将进一步降低电力消耗。根据多项报告的显示，Penryn将会成为英特尔Montevina平台（Centrino平台的升级）的中心组成部分。新平台基于此前的架构，集成了具备1066MHz前端总线的Cantiga新芯片，并且集成支持WiMax大范围无线网络技术的Shiloh无线模块。另外预计Montevina将会包含Robson 2.0技术，它可以为Windows Vista提供瞬时启动能力；而且会包含英特尔Trusted Execution Technology技术，保护数据免受病毒侵害。

　　迎接Nehalem，2009年将会提供能效比更加出色的32纳米工艺芯片，开发代码为Westmere，而在2010年，将会再次引入新的芯片架构设计，开发代码则为Gesher。英特尔提出了一个芯片制程工艺改进时间表，我们可以看到，从05年开始，每两年制程工艺会进行一次重大革新。

	旧的微架构
	65纳米
	Core Duo
	2005年

	新的微架构
	65纳米
	Core 2 Duo
	

	旧的微架构
	45纳米
	Penryn
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	新的微架构
	45纳米
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	旧的微架构
	32纳米
	Westmere
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	新的微架构
	32纳米
	Gesher
	


1.主频：主频也叫时钟频率，单位是MHz，用来表示CPU的运算速度。CPU的主频＝外频×倍频系数。很多人认为主频就决定着CPU的运行速度，这不仅是个片面的，而且对于服务器来讲，这个认识也出现了偏差。至今，没有一条确定的公式能够实现主频和实际的运算速度两者之间的数值关系，即使是两大处理器厂家Intel和AMD，在这点上也存在着很大的争议，我们从Intel的产品的发展趋势，可以看出Intel很注重加强自身主频的发展。　
CPU的主频与CPU实际的运算能力是没有直接关系的，主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度。当然，主频和实际的运算速度是有关的，只能说主频仅仅是CPU性能表现的一个方面，而不代表CPU的整体性能。 
　　2.外频：外频是CPU的基准频率，单位也是MHz。CPU的外频决定着整块主板的运行速度。说白了，在台式机中，我们所说的超频，都是超CPU的外频（当然一般情况下，CPU的倍频都是被锁住的）相信这点是很好理解的。但对于服务器CPU来讲，超频是绝对不允许的。前面说到CPU决定着主板的运行速度，两者是同步运行的，如果把服务器CPU超频了，改变了外频，会产生异步运行，（台式机很多主板都支持异步运行）这样会造成整个服务器系统的不稳定。目前的绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间的同步运行的速度，在这种方式下，可以理解为CPU的外频直接与内存相连通，实现两者间的同步运行状态。
3．双核：据现有的资料显示，AMD Opteron 处理器从一开始设计时就考虑到了添加第二个内核，两个CPU内核使用相同的系统请求接口SRI、HyperTransport技术和内存控制器，兼容90纳米单内核处理器所使用的940引脚接口。而英特尔的双核心却仅仅是使用两个完整的CPU封装在一起，连接到同一个前端总线上。可以说，AMD的解决方案是真正的“双核”，而英特尔的解决方案则是“双芯”。可以设想，这样的两个核心必然会产生总线争抢，影响性能。不仅如此，还对于未来更多核心的集成埋下了隐患，因为会加剧处理器争用前端总线带宽，成为提升系统性能的瓶颈，而这是由架构决定的。因此可以说，AMD的技术架构为实现双核和多核奠定了坚实的基础。AMD直连架构（也就是通过超传输技术让CPU内核直接跟外部I/O相连，不通过前端总线）和集成内存控制器技术，使得每个内核都自己的高速缓存可资遣用，都有自己的专用车道直通I/O，没有资源争抢的问题，实现双核和多核更容易。而Intel是多个核心共享二级缓存、共同使用前端总线的，当内核增多，核心的处理能力增强时，肯定要遇到堵车的问题。
4.浮点运算: 浮点运算就是实数运算，因为计算机只能存储整数，所以实数都是约数，这样浮点运算是很慢的而且会有误差.浮点运算性能可以直观地反映一个cpu的计算能力，注意是“计算能力”，可是学过编程的人都知道，占代码量80%的是由if ，while， for 等等构成的分支语句，这些语句对cpu的浮点运算要求不高，可以说没什么要求，但要求有大量的分支预测机制，以加快速度。真正对浮点要求高的是视频压缩，场景的渲染，光散射的计算等等，浮点运算不需要太多的缓存，缓存是用来存放中间数据的，浮点运算要求尽可能的即时完成。
5. 管线：每块CPU中都有“执行管道流水线”的存在（以下简称“管线”），管线对于CPU的关系就类似汽车组装线与汽车之间的关系。CPU的管线并不是物理意义上供数据输入输出的的管路或通道，它是为了执行指令而归纳出的“下一步需要做的事情”。每一个指令的执行都必须经过相同的步骤，我们把这样的步骤称作“级”。管线中的“级”的任务包括分支下一步要执行的指令、分支数据的运算结果、分支结果的存储位置、执行运算等等…… 最基础的CPU管线可以被分为5级： 1、取指令 2、译解指令 3、演算出操作数 4、执行指令 5、存储到高速缓存 你可能会发现以上所说的5级的每一级的描述都非常的概括，同时如果增加一些特殊的级的话，管线将会有所延长： 1、取指令1 2、取指令2 3、译解指令1 4、译解指令2 5、演算出操作数 6、分派操作 7、确定时 8、执行指令 9、存储到高速缓存1 10、存储到高速缓存2 无论是最基本的管线还是延长后的管线都是必须完成同样的任务：接受指令，输出运算结果。两者之间的不同是：前者只有5级，其每一级要比后者10级中的每一级处理更多的工作。如果除此以外的其它细节都完全相同的话，那么你一定希望采用第一种情况的“5级”管线，原因很简单：数据填充5级要比填充10级容易的多。而且如果处理器的管线不是始终充满数据的话，那么将会损失宝贵的执行效率——这将意味着CPU的执行效率会在某种程度上大打折扣。 那么CPU管线的长短有什么不同呢？——其关键在于管线长度并不是简单的重复，可以说它把原来的每一级的工作细化，从而让每一级的工作更加简单，因此在“10级”模式下完成每一级工作的时间要明显的快于“5级”模式。最慢的（也是最复杂）的“级”结构决定了整个管线中的每个“级”的速度——请牢牢记住这一点！ 我们假设上述第一种管线模式每一级需要1个时钟周期来执行，最慢可以在1ns内完成的话，那么基于这种管线结构的处理器的主频可以达到1GHz（1/1ns = 1GHz）。现在的情况是CPU内的管线级数越来越多，为此必须明显的缩短时钟周期来提供等于或者高于较短管线处理器的性能。好在，较长管线中每个时钟周期内所做的工作减少了，因此即使处理器频率提升了，但每个时钟周期缩短了，每个“级”所用的时间也就相应的减少了，从而可以让CPU运行在更高的频率上了。如果采用上述的第二种管线模式，可以把处理器主频提升到2GHz，那么我们应该可以得到相当于原来的处理器2倍的性能——如果管线一直保持满载的话。但事实并非如此，任何CPU内部的管线在预读取的时候总会有出错的情况存在，一旦出错了就必须把这条指令从第一级管线开始重新执行，稍微计算一下就可以得出结论：如果一块拥有5级管线的CPU在执行一条指令的时候，当执行到第4级时出错，那么从第一级管线开始重新执行这条指令的速度，要比一块拥有10级管线的CPU在第8级管线出错时重新执行要快的多，也就是说我们根本无法充分的利用CPU的全部资源，那么我们为什么还需要更高主频的CPU呢？？
选型指南：
1、I的大方向是，转I7、I5等等系列，都需要专用的主板，如果现在选用I的意味着以后要更换主板才可以升级。
    2、A的大方向是AM3，目前已有AM3接口主板向下兼容AM2/AM2+的U，以及支持DDR2、3，以后升级可以只需要更换CPU即可。
    3、所以，根据自己用机选着那个牌子的U尤其重要，就当前使用而言，I的E7400兼顾了功耗以及性能的优势，当然E5200更是实惠，但是低于了500块，但主板是不可以兼容以后的CPU。选用了AMD7750 基于K10架构的，选了块AM3的主板，以后还可以作升级之用，加上热管扇热600块OK了，以后升级有明显优势！
    4、玩游戏的话就用AMD的CPU，要是制图啊什么的就用INTER的CPU。如果电脑你想多用几年的话.或者 N年后，你想升级的话，建议用AMD的.因为intel现在主流的接口是LGA775的.它即将被1333借口所淘汰.。
5．著名的CPU效能测试软件SuperPi。 

1.3  主板的性能指标

主板：英文“mainboard”，它是电脑中最大的一块电路板，是电脑系统中的核心部件，它的上面布满了各种插槽（可连接声卡/显卡/MODEM/等）、接口（可连接鼠标/键盘等）、电子元件，它们都有自己的职责，并把各种周边设备紧紧连接在一起。它的性能好坏对电脑的总体指标将产生举足轻重的影响。

     BIOS（Basic-Input-&-Output-System基本输入/输出系统）：直译过来后中文名称就是“基本输入输出系统”。它的全称应该是ROM-BIOS，意思是只读存储器基本输入输出系统。其实，它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序，它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自举程序。

    CMOS：CMOS是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片，用它来保护当前系统的硬件配置和用户对某些参数的设定。现在的厂商们把CMOS程序做到了BIOS芯片中，当开机时就可按特定键进入CMOS设置程序对系统进行设置。所以又被人们叫做BIOS设置。
    芯片组（Chipset）：是构成主板电路的核心。一定意义上讲，它决定了主板的级别和档次。它就是“南桥”和“北桥”的统称，就是把以前复杂的电路和元件最大限度地集成在几颗芯片内的芯片组。

    北桥：就是主板上离CPU最近的一块芯片，负责与CPU的联系并控制内存、AGP、PCI数据在北桥内部传输。

    南桥：主板上的一块芯片，主要负责I/O接口以及IDE设备的控制等。

    MCH（memory controller hub）：内存控制器中心，负责连接CPU，AGP总线和内存。

    ICH（I/O controller hub）：输入/输出控制器中心，负责连接PCI总线，IDE设备，I/O设备等。

    FWH（firmware controller）：固件控制器，主要作用是存放BIOS。

    I/O芯片：在486以上档次的主板，板上都有I/O控制电路。它负责提供串行、并行接口及软盘驱动器控制接口。

    PCB：也就是主板线路板它由几层树脂材料粘合在一起的，内部采用铜箔走线。一般的PCB线路板分有四层，最上和最下的两层是信号层，中间两层是接地层和电源层，将接地和电源层放在中间，这样便可容易地对信号线做出修正。而好的主板的线路板可达到六层，这是由于信号线必须相距足够远的距离，以防止电磁干扰，六层板可能有三个或四个信号层、一个接地层、以及一个或两个电源层，以提供足够的电力供应。

    AT板型: 也就是“竖”型板设计，即短边位于机箱后面板。它最初应用于IBM PC/AT机上。AT主板大小为13×12英寸。

    Baby-AT板型: 随着电子元件和控制芯片组集成度的大幅提高，也相应的推出了尺寸相对较小的Baby AT主板结构。Baby AT大小为13.5×8.5英寸。

    ATX（AT eXternal）板型：是Intel公司提出的新型主板结构。它的布局是“横”板设计，就象把Baby-AT板型放倒了过来，这样做增加了主板引出端口的空间，使主板可以集成更多的扩展功能。

    Micro-ATX板型：是Intel公司在97年提出的主板结构，主要是通过减少PCI和ISA插槽的数量来缩小主板尺寸的。

    AT电源：是由P8和P9两组接口组成，每个接口分别有六个针脚，支持+5.0V，+12V，-5V，-12V电压，它不支持+3.3V电压。

    ATX电源：ATX电源是ATX主板配套的电源，为此对它增加了一些新作用；一是增加了在关机状态下能提供一组微电流（5V/100MA）供电。二是增加有3.3V低电压输出。

    Slot 1：INTEL专为奔腾II而设计的一种CPU插座，它是一狭长的242针脚的插槽,提供更大的内部传输带宽和CPU性能。

    Socker 370：INETL为赛扬系列而设计的CPU插座，成本降低。支持VRM8.1规格，核心电压2.0V左右。

    Socker 370 II：INETL为Pentium III Coppermine和Celeron II设计的，支持VRM8.4规格，核心电压1.6V左右。

    Slot A：AMD公司为K7系列CPU定做的，外形与Slot 1差不多。 

    Socket A：AMD专用CPU插座，462针脚。

    Socker 423:INTEL专用在第一代奔腾IV处理器的插座。 

    Socket 478：Willamette内核奔腾IV专用的CPU插座。 

    SIMM（Single-In-line-Menory-Modules)：一种内存插槽，72线结构。

DIMM（Dual-Inline-Menory-Modules)：一种内存插槽。168线结构。
SDRAM（Synchronous Burst RAM）：同步突发内存。是168线、3.3V电压、带宽64bit、速度可达6ns。是双存储体结构，也就是有两个储存阵列，一个被CPU读取数据的时候，另一个已经做好被读取数据的准备，两者相互自动切换，使得存取效率成倍提高。并且将RAM与CPU以相同时钟频率控制，使RAM与CPU外频同步，取消等待时间，所以其传输速率比EDO DRAM快了13%。SDRAM采用了多体（Bank）存储器结构和突发模式，能传输一整数据而不是一段数据。

    DDR RAM（Double Data Rate）：二倍数据速度。它的速度比SDRAM提高一倍，其核心建立在SDRAM的基础上，但在速度和容量上有了提高。对比SDRAM，它使用了更多、更先进的同步电路。而且采用了DLL（Delay Locked Loop：延时锁定回路）提供一个数据滤波信号（DataStrobe signal）。当数据有效时，存储控制器可使用这个数据滤波信号来精确定位数据，每16次输出一次。DDR本质上不需要提高时钟频率就能加倍提高SDRAM的速度，它允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿读出数据，因此，它的速度是标准SDRAM的两倍。

    RDRAM（Rambus DRAM）：是美国RAMBUS公司在RAMBUSCHANNEL技术基础上研制的一种存储器。用于数据存储的字长为16位，传输率极速指标为600MHz。以管道存储结构支持交叉存取同时执行四条指令。

    Direct RDRAM：是RDRAM的扩展，它使用了同样的RSL，但接口宽度达到16位，频率达到800MHz，效率更高。单个传输率可达到1.6GB/s，两个的传输率可达到3.2GB/s。

    ECC（Error Checking and Correcting）:就是检查出错误的地方并予以纠正。

    PC133：因为Intel P III支持133MHz外频，需要有与其相适应的内存带宽，所以就出现了PC133，它的时钟频率达到133MHz，数据传输率为1.066GB/S。

    CACHE：就是缓存，它分为一级缓存和二级缓存。它是为内存和CPU交换数据提供缓冲区的。只所以大部分主板上都有CACHE芯片或插槽，是因其与CPU之间的数据交换要比内存和CPU之间的数据交换快的多。

    IDE(Integrated Device Electronics)：一种磁盘驱动器的接口类型，也称为ATA接口。是由Compag和Conner共同开发并由Western Digital公司生产的控制器接口，现已作为一种接口标准被广泛的应用。它最多可连接两个IDE接口设备，允许最大硬盘容量528兆，控制线和数据线合用一根40芯的扁平电缆与硬盘接口卡连接。数据传输率为3.3Mbps-8.33Mbps。

    EIDE（Enhanced IDE增强性IDE）：是Pentium以上主板必备的标准接口。主板上通常可提供两个EIDE接口。在Pentium以上主板中，EDIE都集成在主板中。

    RAID：一般称为磁盘阵列，其最主要的用途有二个，一个就是资料备份(Mirroring)，或称资料保全，另一个用途就是加速存取(Stripping)。 一般常听到RAID 1就是指备份这个功能，而RAID 0就是加速功能，RAID 0+1就是两者兼具，用白话一点来说，指的就是备份与加速功能。

    ULTRA DMA/66：是一种硬盘接口规范，它的突发数据传输率为66MB/S，而且它可以减少CPU工作负担，有利于提高整体系统效率。

    ATA100接口：就是拥有100MB/秒的接口传输率，使用80针接口电缆，其中有40根地线，可以避免数据收发时的电磁干扰的一种接口标准。ATA 100完全向下兼容传统的IDE，包括PIO、ATA/33、ATA/66等。

    PCI总线(Peripheral Component Interconnect:外部设备互连）：属于局部总线是由PCI集团推出的总线结构。它具有133MB/S的数据传输率及很强的带负载能力，可支持10台外设，同时兼容ISA、EISA总线。

    AGP插槽（Accelerated-Graphics-Port:加速图形端口）：它是为提高视频带宽而设计的总线结构。它将显示卡与主板的芯片组直接相连，进行点对点传输。但是它并不是正规总线，因它只能和AGP显卡相连，故不具通用和扩展性。其工作的频率为66MHz，是PCI总线的一倍，并且可为视频设备提供528MB/S的数据传输率。所以实际上就是PCI的超集。
    AGP 1X/2X/4X：AGP 1X的总线传输率为266MB/s，工作频率为66MHz，AGP 2X的总线传输率为532MB/s，工作频率为133MHz，电压为3.3V，AGP 4X的总线传输率为1.06GB/s，工作频率为266MHz，电压为1.5V。

    AMR（Audio/Modem Riser声音/调制解调器插卡）：是一套开放的工业标准，它定义的扩展卡可同时支持声音及Modem的功能。采用这样的设计，可有效降低成本，同时解决声音与Modem子系统目前在功能上的一些限制。

    CNR(Commu-nicationNotwork Riser通讯网络插卡)：是AMR的升级产品，从外观上看,它比AMR稍长一些，而且两着的针脚也不相同,所以两者不兼容。CNR能连接专用的CNR-Modem还能使用专用的家庭电话网络(Home PNA),具有PC 2000即插即用功能，比AMR增加了对10/100MB局域网功能的支持。

    ACR(Advanced Communication Riser高级通讯插卡)：是CNR的升级产品，它可以提供局域网，宽带网，无线网络和多声道音效处理功能，而且与AMR兼容。

    SCSI（Small Computer System Interface）：的意义是小型计算机系统接口，它是由美国国家标准协会（ANSI)公布的接口标准。SCSI最初的定义是通用并行的SCSI总线。SCSI总线自己并不直接和硬盘之类的设备通讯，而是通过控制器来和设备建立联系。一个独立的SCSI总线最多可以支持16个设备，通过SCSII D来进行控制。服务器常用。 

    USB(Universal Serial Bus通用串行总线)：它不是一种新的总线标准，而是电脑系统接驳外围设备(如键盘、鼠标、打印机等)的输入/输出接口标准。是由IBM、INTEL、NEC等著名厂商联合制定的一种新型串行接口。它采用Daisy Chain方式进行连接。由两根数据线，一根5V电源线及一根地线组成。数据传输率为12MB/s。

    FDD：比IDE插槽稍短一点，专门用来插软驱。

    并口：就是平常所说的打印口，其实它并不是只能接打印机和鼠标，它还可以接MODEM，扫描仪等设备。

    COM端口：一块主板一般带有两个COM串行端口。通常用于连接鼠标及通讯设备（如连接外置式MODEM进行数据通讯）等。

    PS/2口：是一种鼠标/键盘接口，一般说的圆口鼠标就接在PS/2口上。

    IRQ（INTERRUPTREQUEST）：中断请求。外设用来向计算机发出中断请求信号。

    ACPI电源接口：是Pentium以上主板特有的一种新功能。作用是在管理电脑内部各种部件时尽量做到节省能源。

    AC'97规范：由于声卡越来越贵，CPU的处理能力越来越强大，所以Intel于1996年发布了AC97标准，它把声卡中成本最高的DSP（数字信号处理器）给去掉了，而通过特别编写驱动程序让CPU来负责信号处理，它工作时需要占用一部分CPU资源。1.4  内存的技术指标

主板南北桥：
北桥芯片：负责与CPU的联系并控制内存(仅限于Intel的cpu，AMD系列cpu在K8系列以后就在cpu中集成了内存控制器，因此AMD平台的北桥芯片不控制内存)、AGP数据在北桥内部传输，提供对CPU的类型和主频、系统的前端总线频率、内存的类型（SDRAM，DDR SDRAM以及RDRAM等等）和最大容量、AGP插槽、ECC纠错等支持，整合型芯片组的北桥芯片还集成了显示核心。
南桥芯片：负责I/O总线之间的通信，如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等，这些技术一般相对来说比较稳定，所以不同芯片组中可能南桥芯片是一样的，不同的只是北桥芯片。所以现在主板芯片组中北桥芯片的数量要远远多于南桥芯片。例如早期英特尔不同架构的芯片组Socket 7的430TX和Slot 1的440LX其南桥芯片都采用82317AB，而近两年的芯片组845E/845G/845GE/845PE等配置都采用ICH4南桥芯片，但也能搭配ICH2南桥芯片。更有甚者，有些主板厂家生产的少数产品采用的南北桥是不同芯片组公司的产品，例如以前升技的KG7－RAID主板，北桥采用了AMD 760，南桥则是VIA 686B。南桥芯片的发展方向主要是集成更多的功能，例如网卡、RAID、IEEE 1394、甚至WI-FI无线网络等等。
南桥坏了不能修是因为它集成的东西是很难修复上去的.因为制造工艺的问题.所以很难修复。

主板最好的推荐：关键看芯片组，最好是Inter芯片组，不要威盛的。注意主板作用，观察PCB板布线，规划，电容等等。建议下：台湾华硕、大陆微星。经常作为专业测试平台主板使用。技嘉---做的比较稳当，大众化的---昂达、映泰、捷波这些一般都是网吧用的比较多，优点是耐用和好超频。七彩虹、昂达这些就算了。
1.4  内存的性能指标

按引脚数的多少把内存条分为30、72和168线等几种，其实，它们在结构和性能上还有着本质的区别。
譬如，72线内存条是一种EDO内存，而现今主流的168线内存条几乎清一色又都是SDRAM内存；目前，EDO内存的存取速度基本保持在60纳秒左右，能够适应75兆赫兹的外频，但跑83兆赫兹则有点勉为其难了；而SDRAM内存的存取速度一般能达到10纳秒左右，能够适应100兆赫兹以上的外频。所以从97年底起EDO内存已逐步被SDRAM所取代，至今，几乎已无人再用EDO来装机了，只有升级扩充旧电脑内存时还用得着它。
其实，EDO内存被SDRAM所取代有其必然性，因为，目前市场上主流CPU的主频已高达450兆赫兹，未来CPU的主频还会越来越高。但由于传统内存条的读写速度远远跟不上CPU的速度，迫使CPU插入等待指令周期，从而大大降低了电脑的整体性能。为了缓解这个内存瓶颈的问题，我们就必须采用新的内存结构，即SDRAM。
因为，从理论上说，SDRAM与CPU频率同步，共享一个时钟周期。SDRAM内含两个交错的存储阵列，当CPU从一个存储阵列访问数据的同时，另一个已准备好读写数据，通过两个存储阵列的紧密切换，读取效率得到成倍提高。
目前已经诞生了多种新技术，比较有代表性的有：DDR SDRAM、SLDRAM以及RDRAM家族的Concurrent RDRAM和Direct RDRAM。DDR SDRAM俗称SDRAM II，又叫双倍速SDRAM，DDR就是Double Data Rate的简称，它与SDRAM的核心基本相同，但它的存取速度是SDRAM的两倍；另外，SDRAM II还使用了高性能的同步电路以及 DLL电路来提供数据传送的触发信号，进一步提高了数据传送的准确性。SLDRAM 、Concurrent RDRAM和Direct RDRAM则是通过使用新的总线接口来达到提高数据存取带宽的目的。可以预见，它们和DDR SDRAM必将成为未来几年内存市场的主流技术。
双通道技术：双通道内存技术，就是在北桥（又称之为GMH）芯片组里制作两个内存控制器，这两个内存控制器是可以相互独立工作的。在这两个内存通道上，CPU可以分别寻址、读取数据，从而可以使内存的带宽增加一倍，数据存取速度也相应增加一倍（理论上是这样）。
双通道内存控制技术可以非常有效的提高内存带宽，特别是那些需要同内存频繁交换数据的软件和整合有图形核心（整合显卡）的芯片组。在865G这样整合有显卡的双通道主板上，双通道内存控制技术所带来的高带宽，可以帮助整合显卡在划分主存做为显存的时候，得到更高的数据带宽，而显存的数据带宽正是制约一块显卡性能发挥的瓶颈所在。
双通道内存控制技术是一种主板芯片组技术，只有支持双通道内存控制技术的芯片组才能构架起双通道内存平台，英特尔阵营有I850、 i875P、i7205、i865PE、i865G、SIS655、SIS655FX、VIA PT600（P4X600）、VIA PT800（P4X800）、VIA PT880、9XX系列等芯片组，其真可谓人才济济，而AMD阵营仅有NForce2 ,NForce3,NForce4,GForce6100/6150芯片组独力支撑局面。
选型推荐：金士顿---首选 ；威刚--- 有两种万紫和红龙，红龙带个散热片 超频玩家用， 一般用个万紫就成。目前主流都是800的 667的比800的还要贵。比较流行的：威刚红龙、 宇瞻黑豹、金邦黑龙等。
1.5  硬盘的性能指标

90几年的时候硬盘品牌是这样的排的.希捷 - 迈拓- 三星-西部数据-日立.
希捷（Seagate）：最早进入中国市场的硬盘品牌之一，在SCSI市场也有相当重要的地位。3D防护技术和SoftSonic降噪技术是希捷产品的特色技术，用于提高产品的安全性和降低工作噪音。在主流桌面市场，希捷酷鱼系列较受关注，此系列产品拥有平稳的整体性能，市场认知度较高。由于希捷采用了多家代理并行的扁平化销售渠道，零售价格也较有优势。总体而言，希捷硬盘的性价比不错，在硬盘零售市场的出货量也很大。 　　
迈拓（Maxtor）：主要精力都集中在IDE硬盘领域，因为专一与较领先的技术经验，在桌面硬盘零售市场一度创造辉煌。后来迈拓收购了昆腾，在零售硬盘市场的影响力更大，产品口碑也较不错。但相比之下，迈拓正品盒装硬盘的售价略高。迈拓硬盘的型号较多，目前在市面销售的桌面产品主要有星钻和金钻两大系列。其中金钻系列的缓存有2M与8M之分，其最新的DiamondMax Plus 9也将单碟容量提升到了80G。在技术方面，Maxtor的FDB液态马达电机、防震/数据保护系统都颇有特色。　　
西部数据（WestDidital）：早期专注于OEM市场，主要为一些大型公司供货，在零售市场的影响力要小一些，在国内也一直处于不温不火的平稳状态。但随着国内消费增长，西数开始重视中国市场，并于今年4月在京设立了公司代表处拓展业务。西数的主要产品有鱼子酱（Cavizr）和专家（Expert）两个系列，鱼子酱为桌面市场的主打产品，产品性能中规中矩，价格较有优势。
三星（SAMSUNG）：硬盘质保出现风波后，三星高举三年质保大旗切入市场。虽然进入硬盘领域的时间较短，但其性能表现一直平稳，较完善的售后服务也是其优势所在。此外，三星的“黑匣子”采用了少见的金属盒包装，虽然这与硬盘质量不相干，但给人的感觉很精致。三星硬盘具备了目前较先进的液态轴承马达FDB技术、ImpacGuard磁头防震、SSB抗震外壳和NoiseGuard 抑噪技术等等，用于提高产品综合性能。因为产品线尚待扩充，目前三星硬盘仅SpinPoint一个系列，产品的单碟容量有40G/60G/80G之分，其S-ATA硬盘的缓存也有2M和8M的区别。　　
日立（Hitachi）：IBM是硬盘的发明创造者，拥有许多专利技术。但后来的玻璃（石英）盘遭遇到极高的返修率，加之其他种种原因，迫使风靡一时IBM硬盘退出了市场。而日立公司便收购了IBM的存储事业部，并在2003年1月正式推出全新的硬盘品牌，也就是今天的日立硬盘。虽然日立硬盘目前在国内市场表现一般，但谁也不能忽视它的背景与实力。日立目前主要有沿用IBM硬盘编号的180GXP系列和全新推出的7K250系列。两个系列均采用了铝合金盘片、GMR磁头和液态轴承马达，区别在于180GXP采用单碟容量60G的盘片，而7K250系列采用了单碟容量80G的盘片。
台式机出货量最大的： 希捷 品质来说一般 速度比较；快日立 速度快 但是延迟高点； 西部数据 噪音小 速度一般 延迟一般。
固态硬盘:也就是电子硬盘,存储介质一般为DRAM或FLASH芯片,这种硬盘没有机械部分,所以抗震性极好,唯一的缺点就是成本N高蓝光光驱---:光存储里的最新技术,就是利用蓝色激光的波长比红色激光波长短的特点从而使的存储容量和存储速度得到极大的提高蓝光光碟:就是根据蓝光光驱研发,蓝光光碟拥有一个异常坚固的层面，可以保护光碟里面重要的记录层,光碟可以经受住频繁的使用、指纹、抓痕和污垢，以此保证蓝光产品的存储质量数据安全。
目前的硬盘（ATA 或 SATA）都是磁碟型的，数据就储存在磁碟扇区里。而固态硬盘是使用闪存颗粒（flash disk）（即目前内存、mp3、U盘等存储介质）制作而成，因而其外观和传统硬盘有很大区别。固态硬盘是未来硬盘发展的趋势。目前，三星等厂商已经发布过多款固态硬盘，其中宇瞻公司最新发布的新产品，使用单一控制芯片开发的高速SATA固态硬盘，其连续存取速度最高达200MB/sec，容量可达128GB，相较于目前市面上连续存取速度约50~60MB/sec的SATA接口的SSD，Apacer目前可是足足快了2~3倍！不过目前固态硬盘价格还高高在上，尚未普及到DIY市场。
移动硬盘：等同于 U盘。建议买2.5寸笔记本硬盘，自己后配硬盘盒。
1.6  光盘的性能指标
激光头主要包括：激光发生器（又称激光二极管），半反光棱镜，物镜，透镜以及光电二极管这几部分。
当激光头读取盘片上的数据时，从激光发生器发出的激光透过半反射棱镜，汇聚在物镜上，物镜将激光聚焦成为极其细小的光点并打到光盘上。此时，光盘上的反射物质就会将照射过来的光线反射回去，透过物镜，再照射到半反射棱镜上。此时，由于棱镜是半反射结构，因此不会让光束完全穿透它并回到激光发生器上，而是经过反射，穿过透镜，到达了光电二极管上面。由于光盘表面是以突起不平的点来记录数据，所以反射回来的光线就会射向不同的方向。人们将射向不同方向的信号定义为“0”或者“1”，发光二极管接受到的是那些以“0”，“1”排列的数据，并最终将它们解析成为我们所需要的数据。在激光头读取数据的整个过程中，寻迹和聚焦直接影响到光驱的纠错能力以及稳定性。寻迹就是保持激光头能够始终正确地对准记录数据的轨道。
光驱的速度：都是标称的最快速度，这个数值是指光驱在读取盘片最外圈时的最快速度，而读内圈时的速度要低于标称值，大约在24X的水平。现在很多光驱产品在遇到偏心盘、低反射盘时采用阶梯性自动减速的方式，也就是说，从48X到32X再到24X/16X，这种被动减速方式严重影响主轴马达的使用寿命。
光驱的容错性：稳定的读盘性能是追求读盘速度的前提。由于光盘是移动存储设备，并且盘片的表面没有任何保护，因此难免会出现划伤或沾染上杂物质情况，这些小毛病都会影响数据的读取。为了提高光驱的读盘能力，厂商献计献策，其中，“人工智能纠错（AIEC）”是一项比较成熟的技术。AIEC通过对上万张光盘的采样测试，“记录”下适合他们的读盘策略，并保存在光驱BIOS芯片中。以方便光驱针对偏心盘、低反射盘、划伤盘进行自动的读盘策略的选择。
此外，一些光驱为了提高容错能力，提高了激光头的功率。当光头功率增大后，读盘能力确实有一定的提高，但长时间“超频”使用会使光头老化，严重影响光驱的寿命。一些光驱在使用仅三个月后就出现了读盘能力下降的现象，这就很可能是光头老化的结果。这种以牺牲寿命来换取容错性的方法是不可取的。

选型推荐：先锋 读盘能力不俗，声音稍大
索尼 超级读盘版的 声音大但是读盘绝对超强
三星 静音但是读盘能力较差
明基 中庸些 声音和读盘能力适中
其他：LG、华硕、建兴等
最后，建议不要买康宝了（可读DVD,可刻录CD），直接买DVD刻录机，价格没差多少，功能强劲。如果需要，可以考虑买外置DVD刻，最好是超薄的。以后就会发现还是很实用的哦！
1.7  显示卡的性能指标
显卡主要是定点着色和显示带宽决定其性能的，主要依靠显示核心GPU和显存的频率和容量来实现的，还有数据管线等，同一种芯片的显卡搭配的GPU和显存是不同的，主要参数在说明书上会有标出，主要看GPU的频率,显存的速度和容量就可以了。 
显卡的性能指标 
刷新频率：指图象在屏幕上更新的速度，即屏幕上每秒钟显示全画面的次数，其单位是Hz。75Hz以上的刷新频率带来的闪烁感一般人眼不容易察觉，因此，为了保护眼睛，最好将显示刷新频率调到 75Hz以上。但并非所以的显卡都能够在最大分辨绿下达到 75Hz 以上的刷新频率（这个性能取决于显卡上 RAM-DAC 的速度），而且显示器也可能因为带宽不够而不能达到要求。一些低端显示卡在高分辨率下只能设置刷新频率为 60Hz
色彩位数（彩色深度）：图形中每一个像素的颜色是用一组二进制树来描述的，这组描述颜色信息的二进制数长度（位数）就称为色彩位数。色彩位数越高，显示图形的色彩越丰富。通常所说的标准 VGA 显示模式是 8位显示模式，即在该模式下能显示 256种颜色；增强色（16位）能显示 65 536种颜色，也称 64K色；24位真彩色能显示 1677万种颜色，也称 16M色。该模式下能看到真彩色图像的色彩已和高清晰度照片没什么差别了。
显示分辨率（ResaLution）:是指组成一幅图像（在显示屏上显示出图像）的水平像素和垂直像素的乘积。显示分辨率越高，屏幕上显示的图像像素越多，则图像显示也就越清晰。显示分辨率和显示器、显卡有密切的关系。显示分辨率通常以“横向点数×纵向点数”表示，如1024×768。最大分辨率指显卡或显示器能显示的最高分辨率，在最高分辨率下，显示器的一个发光点对应一个像素。如果设置的显示分辨率低于显示器的最高分辨率，则一个像素可能由多个发光点组成。
显存容量：显卡支持的分辨率越高，安装的显存越多，显卡的功能就越强，但价格也必然越高。去下一个<优化大师>,就可以测试显卡的性能了.很好用的.

1.显卡的显存决定显卡的速度吗？

 同芯片显卡 显存大的比显存小的速度快,DDR3显存的比DDRII显存的速度快. 不同显卡芯片显存没有可比性. 例如:GF4 128M 和6600GT 128M 都是128显存,后者的性能比前者强太多太多了,不是一个档次的东西。

2.显存位宽什么意思？

 简单来说就是单位周期内处理数据的长度,我们说的多少位就是二进制的多少位,用0和1表示的数字串,32位就是1011100010101....这样32个数字序列 64位,128,256都是这样的,就是2的多少次方,所以不会出现140位.300位这样的非2的指数次方位. 同样的GPU(显卡心脏,图形处理单元),256位显卡每个振荡周期可以吞吐处理256位长度的数据.显然位越高越快 例如腿长256米的人和腿长32米的人赛跑,频率一样,谁跑的快? 
3.显存带宽是越大越好吗？
 显存带宽＝工作频率×显存位宽/8 他是显卡核心GPU芯片与显存之间的数据传输速率,越大越好 举例说明: 同样是256位的7900GT,一个超频了,工作频率提升了,另一个不变 显然超频了以后的那块7900GT性能会比前者好. 
4.核心频率越大就越快吗？
这个可不一定,关键看核心的芯片型号. 这个和CPU类似,P4 2.0G的CPU核心频率2G,AMD 64 3000+核心频率1.8G 显然1.8G AMD的要比2.0G P4的性能强大 总之看芯片 8800>7900>7800>7600>7300 这是不变的硬道理 有些超频了的显卡说7300GT比得上7600 那是靠提升核心频率,提高电容用料,提升风扇风量等一系列手段提升的 但是如果你买一款公版的7600GT,轻松一超就比7300强了 芯片是诸多要素中对性能影响最关键的,而不是频率 
5.制作工艺μm数值越小越好吗？
 是的,很肯定的说是的. 比如你是邮递员,要送100封信 你说分布在一个城市里送快还是分布在一个楼里快?? 显然是后者. 套用某明星一句话:浓缩的都是精华! 
6.具体哪几个方面影响显卡的速度？ 
非常多,可以按照下面的顺序依次考虑 首先是芯片,就是显卡的型号 其次看同型号的显存类型,DDR3的比DDR2的快 再次看显存大小,大的比小的好 然后看显存的品牌,三星等大厂的肯定比HY的好一些 然后看显卡的供电部分,比如用贴片固态电容的肯定豪华.(这个很重要,不影响速度,但是影响稳定性和使用寿命) 
7.AGP和PCI-E可以互相转换吗？可以升级吗？ 
AGP和PCIE不单纯是接口那么简单,相关的还有总线通道速度等因素 所以不能转换 PCIE有很多种,全速的是PCI-E 16X,带宽大 AGP也有2X 4X 8X等等,速度也不一样 不能转换 如果新买机器,尽量买PCIE的
选型推荐：主要分ati和 nvida两大厂商。a卡，高新能力强，显卡性能略强，功耗较低。n卡，兼容性好，驱动更强大，新卡支持物理加速和 cuba,游戏支持性强。
a卡 现在主流3系4系 x4xx低端 x6xx中低端 x85x中端 x87x高端，并且中高端还有双核心版本。
n卡，现在主流9系列 gtx2系列，x3xx x4xx低端，95xx和86同核心，中低端，96中端 98忠告 98gtx高端。gtx260 260+ 280价格较贵，不推荐
1.8  显示器的性能指标
CRT显示器：
点距:即屏幕上两个相邻同颜色荧光点之间的距离,点距越小,显示器的清晰度越高,成本越高。目前点距规格有0.26mm 0.24mm 分辨率 800*620 1024*768 1280*1024 1600*1200。 刷新率： 一般在75HZ。带宽：反映的是显示器每秒数据传输量的大小。

液晶：
分辨率：LCD是通过液晶象素实现显示的，但由于液晶象素的数目和位置都是固定不变的，所以液晶只有在标准分辨率下才能实现最佳显示效果，而在非标准的分辨率下则是由LCD内部的ic通过插值算法计算而得，应此画面会变得模糊不清，然而LCD显示器的真实分辨率据LCD的面板尺寸定，15英寸的真实分辨率为1024×768，17英寸为1280×1024。大家在购买的时候一定要在在标准分辨率下试用机子。
响应时间：LCD显示器的一个重要指标，它是指各像素点对输入讯号反应的速度，即像素由暗转亮或由亮转暗的速度，其单位是毫秒(ms)，响应时间是越小越好，如果响应时间过长，在显示动态影像(特别是在看看DVD、玩游戏)时，就会产生较严重的拖尾现象。
可视角度：可视角度也是LCD显示器非常重要的一个参数。它是指用户可以从不同的方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度。由于提供LCD显示器显示的光源经折射和反射后输出时已有一定的方向性，在超出这一范围观看就会产生色彩失真现象，换句通俗的话说就是：你坐在LCD前面左右两方面70度都可以清晰看到图像，那么这个显示器水平可视角度就为140度，垂直的可视角度是同样道理测。目前市场上出售的LCD显示器的可视角度都是左右对称的，但上下就不一定对称了，常常是上下角度小于左右角度。
亮度，对比度：亮度是以每平方米烛光(cd/m2)为测量单位，通常在液晶显示器规格中都会标示亮度，而亮度的标示就是背光光源所能产生的最大亮度。而对比度是指屏幕的纯白色亮度与纯黑色亮度的比值，对比度越高，图像愈清晰。
信号输入接口：要具备基本的D-SUB、DVI、HDMI接口等。

最后，液晶的坏点问题是比较难避免的，LCD显示器每一个象素都对应三个薄膜晶体管，以标准分辨率1024×768来说，在这里液晶面板将有236万个晶体管，要保证在如此巨大的晶体管制造中完好无损是一件很难的事情来，一般来说，A级LCD面板的亮点数会限制在3个以下，在选购的过程的时候建议大家购买的时候仔细鉴别。还可以采用屏幕测试软件进行测试。
选型推荐：买液晶首先确定面板。 液晶面板韩系为最佳。三星使用自家面板，效果很不错，现在的价格也不高了，推荐。 明基使用友达面板居多，台系，效果中等偏上，价格不高，但是价位竞争力一般。 飞利浦和LG共同开发了Philips&LG液晶面板，俩家的液晶也是使用的自家Philips&LG面板。优派、AOC的面板比较杂，友达，奇美，三星的都有，这牌子价格便宜，质量也说得过去。 
1.9  机箱与电源性能指标
机箱主要考虑的是板材的材质、质量，通风散热性能，免螺丝便于维护等方面。电源主要考虑输出功率，稳定性，散热性等。

机箱推荐：中、高端的品牌：TT、酷冷之尊、联力。用料扎实，内部结构宽敞、做工精细。如果预算够还是推荐的，因为是铝合金的，防辐射、散热、坚固性都比较好。富士康、金和田、多彩等是专做机箱、电源，面向中低端消费者。其他的买38℃机箱，用手压机箱的对角，基本不变形的可以考虑。

电源推荐：选择时看你的配置是针对什么类型的配置，例如高端游戏型的或电脑工作设计型因为运行的时候功率较大，所以可以选择比较高瓦的电源。不过大部分配置有个350W的稳定功率就够用了。推荐 航嘉、TT、全汉、金河田等。

1.9  键盘和鼠标性能指标
分辨率使用寿命响应速度稳定性连线和1.分辨率要高（即CPI)
2.响应速度要快

3.按键耐用，使用寿命

4.对接触面的兼容性要好，这样可以在没有鼠标垫的情况下正常使用
5.注意选择有线还是无线，选择无线的话则要注重电池的续航能力、有效控制距离。
6.手感要舒适，最好符合人体工程学设计，用久了不会产生不良反应
7、注意接口（鼠标有三种接口标准：串行口、PS/2、USB）
推荐：游戏精确定位：微软、罗技、双飞燕；办公日常：多彩、雷柏、双飞燕、三星、明基等。无线：雷柏、罗技。
2.0  声卡与音箱性能指标
衡量放大器的技术指标：输出功率、频响范围、信噪比和失真度。
1、输出功率
功率在物理学上的定义为：施加在一个负载电阻上的电压与其所流过的电流的乘积。经过数学变换后为：施加在该负载电阻上的电压的平方值再除以该负载的阻值、即为施加在该负载电阻上的功率。输出功率的计量单位为：瓦特（W）、简称为瓦。放大器的输出功率即为该放大器能在一个负载上所施加电压值大小的能力。输出功率越大则表明该放大器在—固定值的负载电阻上施加的电压越大，在多媒体音箱中喇叭即为负载电阻，即功率越大则声音音量越大。
2、频响范围
我们知道人耳所能听到的音频信号是从18HZ-20KHZ的不同频率不同波形和不同幅度的瞬变信号，因此放大器要很好地完成音频信号的放大就必须拥有足够宽的工作频带。一般要求放大器的频带要覆盖音频信号的带宽。但是一个放大器的带宽总是有限的。我们通常把一个放大器在规定功率状况下，在频率的高、低端增益分别下降0.707倍时（-3dB）两点之间的频带宽度称为该放大器的频响范围。一台优秀放大器的频响范围应该在18HZ-20KHZ。一般来说，放大器的频响指标是比较容易达到的。
3、信噪比
放大器的输出信号电压与同时输出的噪声电压之比。即为放大器的信号噪声比，简称为信噪声比。通常用英文字符S/N来表示，它的计量单位为分贝(dB)。信噪比越大，则表示混在信号里的噪声越小，音质量就越高。反之，放音质量就越差。信噪比是多媒体音箱中的一个重要指标，只有信噪声高、声音的重放才可能清晰、干净和有层次，多媒体音箱中，放大器的信噪比要求至少大于70Db、最好大于80dB。一般高保真放大器的信噪比要求大于或等于90dB。
4、失真
　失真度是用一个未经放大器放大前的信号与经过放大器放大后的信号作比较，比较后得出的差别我们称之为失真度，其单位为百分比。失真有多种：谐波失真、互调失真、相位失真等。我们一般所指的失真度即为谐波失真。谐波失真是由放大器的非线性引起的，失真的结果是使放大器输出产生了原信号中没有的谐波分量，使声音失去了原有的音色，严重时声音会发破、刺耳。根据产品不同的等级、失真度的取值有所不同，常见的有1%、3%、5%、和10%，在多媒体音箱中一般都取值为10%，而在高保真放大器中一般取值为1%。普通放大器的功率越大则制造成本就越高。多媒体音箱的谐波失真在标称额定功率时的失真度均为10%，要求较高的一般应该在1%以下。谐波失真还有奇、偶次之分，人们通过试验和分析发现，奇次谐波失真可使人烦躁不安，而少量的偶次谐波则能使音色更好听。
衡量音箱的技术指标：承载功率、频响范围、灵敏度、失真度等。
1、承载功率
音箱的承载功率主要是指在允许喇叭有一定失真度的条件下，所允许施加在音箱输入端信号的平均功率。
2、频响范围
音箱的频响范围是指该音箱在音频信号重放时，在额定功率状态下并在指定的幅度变化范围内，所能重放音频信号的频响宽度。从理论上讲，音箱的频响范围应该是越宽越好，至少应该是在18HZ-20KHZ的范围。通过经验分析得出一个规律。即：音箱的高、低端频响上、下限之乘积为50万左右时，这时声音会比较好听。如：一个音箱的低端下限为25HZ时，那么高端的上限则最好能在20KHZ，而另一个音箱的低端下限在40HZ时，那么高端上限则最好能在12KHZ左右。多媒体音箱的频率范围要求一般在70Hz-10KHZ（-3dB）即可。要求较高的可在50-16KHZ（-3dB）左右。注：此频响范围已包含超低音箱。
3、灵敏度
音箱的灵敏度是指在经音箱输入端输入1W1KHZ信号时，在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测试得的声压级。灵敏度的单位为分贝（dB）。音箱的灵敏度越高则对放大器的功率需求越小。普通音箱的灵敏度在85-90dB范围内。多媒体音箱的灵敏度则稍低一些。
4、失真度
音箱的失真度定义与放大器的失真度基本相同。不同的是放大器输入的是电信号，输出的还是电信号，而音箱输入的是电信号，输出的则是声波信号。所以音箱的失真度是指电信号转换的失真，声波的失真允许范围是10%内，一般人耳对5%以内的失真基本不敏感。
选型推荐：十大音箱品牌榜中榜/十大电脑音箱品牌 1 漫步者音箱 Edifier (中国市场占有率最高的多媒体音箱品牌) 2 麦博音箱 Microlab (国内多媒体音箱一线品牌) 3 创新音箱Creative (世界多媒体及数码娱乐领领导品牌/新加坡品牌) 4 惠威音箱 Hivi (世界顶级的扬声器及音箱制造跨国公司) 5 现代音箱 HY (韩国品牌,世界品牌) 6 三诺音箱 3NOD (我国数字音响与电脑周边产品的知名品牌) 7 冲击波音箱Shockwave| (多媒体有源音箱知名品牌) 8 爱国者音箱 aigo (中国驰名商标) 9 轻骑兵音箱 Hussar (国内知名的音箱品牌) 10 三星音箱 Samsung (韩国品牌,世界品牌)
第2章  系统硬件组装与维护

2.1  系统硬件的组装

组装电脑的关键点：硬件是否齐备；工具是否备全。

所需工具有：1、十字螺丝刀（带磁头的）：用于拧螺丝、缝隙狭小时使用。
            2、平口螺丝刀：用于扳动硬件卡扣、拆卸硬件包装等
            3、尖嘴钳子：用于拆卸机箱等。
            4、导热硅胶：用于填充CPU与散热风扇中间空隙，更好散热。

            5、卡线扣（勒死狗）：用于捆绑机箱内凌乱的电线等。

装机事项：1、对电脑硬件一定要轻拿轻放，避免碰撞。

          2、注意防止静电。所穿衣服摩擦易产生静电，击穿电路则会造成硬件损毁。

             正确方法：安装前触摸接地导电体或洗手，释放身上静电。
          3、保证电脑内部干燥，防止液体进入或手上有汗等等。

          4、注意查阅说明书，将板卡安装至正确位置。

          5、注意不要强行拔插，以免将板卡引脚折断或变形。

          6、正确插接数据线，观察好红线标识，对准插入。要拔插线头不要拉拽线体。
装机顺序：1、CPU；2、风扇；3、内存；4、主板；5、硬盘；6、光驱、7、显卡；8、声卡和网卡；9、电源
特殊注意的地方：CPU针脚或触点一定要连接好；硅胶要打；风扇扣紧；内存插牢、注意双通道；主板注意位置和垫片；硬盘固定要好；光驱注意跳线设置；显卡注意位置；电源要固定好。

电脑内部连线：

1、CPU的供电连线：为了提供更强和更稳定的电压，使其更好工作，主板上均提供独立电源接口。（4、6、8针）12V4针接口；电源上相应提供了3种接口。便于安装，采用防呆式接口。

2、连接主板电源：主板上有长方形的主板供电插槽，一般为24针和20针插槽，中高端主板为24针。便于安装，采用防呆式接口。一般主板供电接口为带凸口德插槽，而电源一般带卡扣式的插口，这样防止用户反插烧毁主板，同时也更加牢固。

3、连接SATA硬盘：由于SATA串口传输速率更快，现已逐步取代PATA并口。SATA线设计合理，便于安装。一般红色扁线为数据线；黑红黄交叉线为电源线。采用防呆式设计，对应插好即可。

4、连接光驱：注意连接到主板IDE接口时，注意数据线的一侧有红色或蓝色的线，这条线位于电源接口一侧。

5、连接主板上机箱电源、重启按键、硬盘工作指示灯等：
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POWER SW 是电源接口；RESET SW是重启接口；SPEAKER 是前置报警喇叭接口，4根线，其中红色端为+5V；HDD LED硬盘工作指示灯；POWER LED电脑工作指示灯。
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6、USB前置扩展接口：看了下图就明白!
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7、主板扩展前置音频接口
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上图中便是扩展的音频接口。其中AAFP为符合AC97’音效的前置音频接口，ADH为符合ADA音效的扩展音频接口，SPDIF_OUT是同轴音频接口，这里，我们重点介绍一下前置音频接的安装方法（见下图）。
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上图为机箱前置音频插孔与主板相连接的扩展插口，前置的音频接口一般为双声道，L表示左声道，R表示右声道。其中MIC为前置的话筒接口，对应主板上的MIC，HPOUT-L为左声道输出，对应主板上的HP-L或Line out-L（视采用的音频规范不同，如采用的是ADA音效规范，则接HP-L，下同），HPOUT-R为右声道输出，对应主板上的HP-R或Line out-R，按照分别对应的接口依次接入即可。
2.1  组装后的检查

最主要是检查电源部分！！！一定不要反接！！！注意短路现象出现！！！
□以双手短暂触摸机箱后才拿主板：防手上静电损坏电子零件
□在MB上设定CPU外频跳线(或DIP Switch)：如需调整的话/参看主板手册
□检查主板芯片风扇电源线是否接在主板上：PS.如需调整的话/参看主板手册
□CPU安装至主板：注意CPU插座斜角与针脚方位/正上方摆入/压杆扣住
□散热膏涂抹于CPU：只要薄薄涂在表面上
□CPU Fan安装至CPU：先放垫片/注意风扇方位/扣具正确扣法
□CPU Fan电源线安装至主板：位置参看主板手册
□内存安装至主板：注意主板与插槽位置/两端同时压下紧扣
□决定安装存储装置与适配卡的位置：装置间隔以利散热
□机箱拆下两面侧板后平摆：小心割手/螺丝依序分别排放/记住侧板装回原位的方法
□四个防滑垫安装至机箱底部(底部朝自己/主板托盘在下)：如有电源也先拆下
□拆掉预设安装适配卡位置的挡板：用一字形起子与尖嘴钳
□拆掉背板所有输出入埠的挡板：用一字形起子与尖嘴钳
□拆下机箱面板与面板活动式回填片：小心不要扯断面板指示灯讯号线
□拆掉预设安装CDRW，FDD位置的挡板：用一字形起子与尖嘴钳
□装回面板与保留的面板活动式回填片：面板指示灯讯号线稍作缩短整理
□斜拿主板小心放入机箱：与所有输出入埠紧合
□标示主板锁在托盘上的六个洞位：以油性签字笔在托盘上标示洞位
□小心拿出主板：按照主板装回原位的方位上下比邻机箱平摆
□托盘六个洞位装上高脚螺母：高脚螺母上各置一绝缘垫片/锁紧定型后轻轻旋出螺丝
□主板六洞位外的其它洞位由MB底下插入塑料螺丝垫--防止插IDE排线用力过猛压断主板
□主板安装至托盘：所有输出入埠紧合后才让主板对准六个洞位轻轻接触托盘锁紧
□面板指示灯讯号线安装至主板：一一对照主板手册/注意正负极
□CDROM调跳线(设Master)：参看CDROM附图
□CDROM排线安装至CDROM：注意排线连接端，第一支针脚方向(近电源)是否正确/排线稍作缩短整理
□CDROM音源线安装至CDROM：参看CDROM附图
□CDROM(含排线，音源线)安装至机箱：建议安装在最上面/音源线接主板/排线接主板/位置参看主板手册
□FDD排线安装至FDD：注意排线连接端，第一支针脚方向(近电源)是否正确
□FDD(含排线)安装至机箱：与硬盘间有空格/FDD退片钮在右下角/排线接上主板/排线稍作缩短整理
□硬盘调跳线(设Master)：参看硬盘附图
□硬盘排线安装至硬盘：注意排线连接端，第一支针脚方向(近电源)是否正确/排线稍作缩短整理
□硬盘(含排线)安装至机箱：建议安装在最下面/排线接上主板/位置参看主板手册
□输出主电源线→主板：注意勾扣的方向/参看主板手册 /电源线线稍作缩短整理
□电源安装至机箱：其它输出电源线接CDROM，FDD，硬盘/注意斜角方向/电源线线稍作缩短整理
□输入电源线安装至主机：注意斜角方向/参看主板手册
□机箱风扇安装至机箱：吸入或吹出方向是否正确/电源线接妥/参看主板手册
□显示卡安装至主板：注意插槽方向/如果显示卡附有风扇也顺便检查是否接上电源/参看主板手册
□键盘安装至主机：注意接头颜色与插入方向/参看主板手册
□Mouse安装至主机：注意接头颜色与插入方向/参看主板手册
□屏幕讯号线安装至主机：注意接头插入方向/要锁紧/参看主板与显示器手册
□喇叭安装至主机：注明SPK或Line Out/参看主板手册
□喇叭电源线接上三孔插座：打开喇叭电源开关/音量关小
□屏幕电源线接上三孔插座：先关闭屏幕才插上
□主机(Power输入)电源线接上三孔插座：电源线插头如为三孔需转为两孔
□三孔插座电源线(含转接头)接上墙壁电源插座：打开三孔插座电源开关
□启动主机电源开关：听有无检测正常时会发出的一声短响(哔)
□打开显示器电源开关：看有无出现侦测结果与寻找开机文件失败的讯息(属正常现象)
□ (一切正常的话)关闭主机电源开关：按住4秒才放手/拔掉电源线/如有不正常则另行检查
□锁上机箱两面侧板--完成组装/整理光盘包装盒工具与清理弃物/电源线插回主机
□重开电源：进入BIOS做设置
□其它组件待操作系统，驱动程序，升级套件，性能调校，Ghost后才一一安装，免除困扰

2.1  常见故障及解决思路

线反接、短路、无开机画面黑屏、自检无法通过等等。
方法：按安装顺序反向依次拆卸板卡，直至故障排除！！！
2.2  详解BIOS功能与设置
